
まえがき＝携帯端末機器の小型化・軽量化に伴い，それ
らに搭載されるパッケージには複数のチップを 1パッケ
ージ化して，実装効率を高めた SiP（System in Package）
が数多く実用化されている。SiP では複数のチップを用
いるため，歩留まりの悪化や，パッケージコストの問題
が課題としてあげられる。そのため，良品保証されたチ
ップを入手し，個々のチップを問題なく実装することが
必要不可欠となる。








